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Electroless Plating:

Casting:Sony, Nippon Steel, =~
Polyimide Adhesives: = Z] , Du Pont
Contact Bonding:Ube

[P A 17



= R EFCCLAHHE [
—r ~ [ N j‘:’
W17 T M MES
3 Laver-{Hix 5L
Copper 12~36 pm
Seryvlic/Ep oxy 13~25 pm
PI S 25~75 pum B
13~25 mn

Acrvlic/Ep oxy
cooper N 1255 e

2 Laver-JHEEL 3

Copper 12~36 pm
FI 25~50 P
Copper 12~36 pm

& — - FCCLAYEE

PR



FCCL &

n\ .

SR FE%H S-Laver flex. Z2-Laver flex
PI-Cu JB3EEEE
—REHARED (=R {Er
CERERIEED e o
H==EM -, o
ERERME 2 o
fRFsEEEH (T~ o
T=ME s=mlH S~ T
BEEFEEEH (G~ o
TrEE RRTEEEIEE S =
P £ D
T EREar e s =y
EEERTE > o
i £ L =y
eI T~ e
R (T O
st ™ o
sBFLIEHEE ™ o
5 -~ R > o
R -, T~

CofE O S E

BFLFRIRE - TAC

PR A

19



	2001~2003Marketing Report~ Flexible Printed Circuit Board ~
	軟性印刷電路板簡介
	COPPER Clad Laminater 銅箔基層板（CCL）
	特性
	聚醯亞胺樹脂 (Polyimide Resin)
	多層板各製程項目與原物料之關聯
	各類基板與使用材料關係表
	台灣電路板產業結構體系
	全球軟性印刷電路板產值概況
	台灣軟性印刷電路板上、中、下游之關聯性
	技術提升為未來發展機會
	全球軟性電路板應用分佈預測
	國內軟性電路板產業結構
	FPCB廠商材料費用分析
	FPC市場展望
	無膠系FCCL生產廠商一覽

